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海外監管公告 
  

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International 

Corporation,「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2025年度“提質增效重回報”行動方案》，僅供

參閱。 

 

承董事會命 

中芯國際集成電路製造有限公司 

公司秘書 / 董事會秘書 

郭光莉 
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中芯国际集成电路制造有限公司 

2025 年度“提质增效重回报”行动方案 

 

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻

落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，于 2024 年 3 月

29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024

年 8 月 29 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告》。2024 年，公司聚焦主业经营、持续科技创新、提

升治理效能，持续提升公司核心竞争力，并通过多渠道投资者交流、

践行 ESG 理念等系列举措，向资本市场积极传递公司价值。  

2025 年，公司将继续推进产能建设上台阶、绑定客户拓市场、降

本增效优运营，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方

面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公

司健康可持续发展。 

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年

度行动方案主要举措如下： 

 

一、聚焦集成电路代工主业，深耕服务全球客户 

—— 稳步推进产能建设，公司季度收入节节攀升 

公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集

成电路制造业领导者。基于国际化运营的理念，为全球客户服务，建

立了辐射全球的服务基地与运营网络。 

2024 年，主要产业进一步向国产链转移切换，为满足客户需求，

加强规模经济效应，提升公司核心竞争力，公司加快产能扩充节奏，

进一步提升平台完备性，客户新产品快速验证并上量，四个季度收入
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节节攀升，全年销售收入为人民币 578 亿元，同比增长 28%，创历史

新高；毛利率 19%，产能利用率 85.6%。2024 末，公司折合 8 英寸标

准逻辑月产能达 94.8 万片，出货总量超过 800 万片。实现年初收入

增长、产能推进、产能利用率提升和出货量提高的目标。 

根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的 2024 年销售额情况，中

芯国际位居全球第二，在中国大陆企业中排名第一。 

2025 年，外部环境带来一定的不确定性，同业竞争也愈演愈烈。

面对挑战与机遇，公司将持续践行“做强做优做大中芯国际”的初心

使命，继续推进（1）产能建设上台阶：持续高投入，推动公司收入规

模成长；（2）绑定客户拓市场：加强供应链安全性、可靠性、韧性的

管理，努力把握日益增长的在地制造需求；（3）降本增效优运营：以

持续盈利为目标，通过提高产能利用率来对抗折旧。在外部环境无重

大变化的前提下，公司预计 2025 年销售收入增幅高于可比同业的平

均值，资本开支与上一年相比大致持平。 

 

二、持续研发创新投入，促进提升新质生产力 

—— 努力提升工艺平台，加速部署客户产品 

公司多年来专注于集成电路工艺技术的研发，成功开发了 8 英寸

和 12 英寸多种技术节点，应用于不同工艺技术平台，具备逻辑电路、

电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合

信号/射频、图像传感器等多个技术平台的量产能力。可为客户提供

智能手机、物联网、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与

汽车等不同领域的晶圆代工及配套服务。 

2024 年，公司研发投入合计为 54.5 亿元人民币，同比增长 9%，

占营业收入的比例为 9.4%。公司快速在多个技术平台推动工艺迭代
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和产品性能升级，以技术创新为驱动力，始终坚持自主研发的道路并

巩固自主化核心知识产权。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得

授权专利共 13,964 件，其中发明专利 12,112 件。此外，公司还拥有

集成电路布图设计权 94件。 

在模拟器件领域，公司持续拓展高电压、大电流、高性能、高可

靠性的 8 英寸和 12 英寸工艺平台，快速导入各类型的消费电子、工

业工控、汽车电子及新能源领域的终端应用。 

在高压显示驱动领域，公司持续推动超低功耗及性能更好的 28

纳米高压显示驱动技术进入量产及终端应用，产能供不应求。 

在图像传感器及图像信号处理器领域，公司提供更高像素、小单

元、高密度的图像传感器产品，快速推出性能更好、超低功耗的图像

信号处理器解决方案。 

在功率器件领域，公司紧密对接客户需求，对标业界领先工艺，

新推出了众多的功率分立器件平台，已实现量产并贡献收入，主要应

用于手机、工业工控、新能源等领域。 

在汽车电子领域，公司持续推出高性能、高质量、高可靠性的汽

车电子技术及服务来满足芯片客户及汽车品牌方的需求，在高电压、

大电流、高可靠性 BCD 及模拟平台、超低功耗逻辑平台、高性能微控

制器平台、车规级显示驱动平台、高可靠性存储器平台等都已实现车

规级认证、量产和终端应用。 

2025 年，公司将继续打造技术平台的完备性，在各细分领域推出

快速的技术迭代，为客户提供多元化平台和迁移技术，推进各平台从

消费到工业、工业到汽车的认证，更有效地调动内外资源，提升对客

户的服务力度、对问题的响应速度，快速提升产品的成熟度，保持各

平台的领先优势、先发优势。在市场回暖但同时又面临激烈竞争的环
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境下，通过打造领先技术来提升核心竞争力、绑定客户，通过增加新

产品来对抗价格压力，以保持住公司在各个领域的市场份额和竞争优

势。 

 

三、不断提升公司治理水平，提高上市公司质量 

——优化公司治理体系，助力关键少数合规履职 

公司是一家设立于开曼群岛并在香港联交所及上交所科创板两

地上市的红筹企业，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境

外上市的相关法律法规及规则制定。公司一直高度重视公司治理水平

的提升和完善，不断强化在内控制度、规范运作等方面的合规管理。 

2024 年，公司及时分析资本市场新规对公司治理及信息披露的

影响，制定了 2 项制度并修订了 5项制度，进一步优化公司治理制度

及工作流程；汇编 A 股和港股资本市场新规，帮助董事及时了解监管

趋势和政策变化，安排新董事培训及董高参加上市公司协会组织的培

训班，提升董高履职水平；修订完善《子公司董监高委派管理办法》，

并组织委派董监高进行履职培训，提升子公司治理水平；安排外部顾

问为相关业务部门开展信息披露及新规培训，提升公司“关键少数”

及全员的合规意识，切实推动公司高质量发展。 

2025 年，公司将继续密切关注两地资本市场监管政策变化，定期

向董高传递市场新规与监管案例；严格按照适用法律法规和监管要求，

不断加强规范治理体系，完善内部控制与风险管理机制，提升公司治

理水平和规范运作能力。同时借助监管部门、上市公司协会的培训课

程，强化主要股东、董高等“关键少数”的合规意识，明确其在信息

披露等方面职责，提升履职技能，推动公司合规稳健发展。 
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四、加强投资者双向沟通，构建多种沟通渠道 

—— 推行公司市值管理制度，加强长期投资者沟通 

2024 年，公司召开了四次业绩说明会、一次股东大会，管理层与

资本市场清晰沟通了公司的经营管理状况、财务状况、产品技术、产

能建设等事项信息，并且主动披露投资者关心的市场和公司相关信息，

充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。 

此外，公司通过公告、股东大会、上证 e 互动、投资者热线和邮

箱、公司官网、企业微信公众号、路演、反路演、调研、券商大会、

宣传资料、媒体采访等多渠道与投资者进行互动，并收集投资者意见

和反馈，形成报告汇报管理层。同时公司优化了《投资者关系管理制

度》和《信息披露事务管理制度》，提升了制度体系的完备性，夯实

了资本市场高质量发展基础，也响应了为股东公平公开服务的要求。 

2025 年，公司将推进执行《市值管理制度》，及时监控公司相应

指标变化并明确跟进措施；召开不少于三次业绩说明会，公司管理层

保持与全球投资者沟通交流。此外，公司亦将继续通过以上提及的诸

多渠道和平台，加强与投资者互动、回应市场关切，确保投资者能及

时获得公司动态；公司将加强长期投资者的关系维护，使其更好地理

解公司长期发展方向，加深对公司价值的理解，从而建立良好稳固的

长期投资者关系。 

 

五、贯彻落实“ESG”理念，实现公司可持续发展 

—— 推行节能减排与绿色生产，积极践行社会责任 

2024 年，在 ESG 管理体系的支撑下，公司在环境保护、社会贡献

与公司治理方面均取得了显著成效。公司致力于节能减排与绿色生产，

通过引进高效节能技术、优化生产流程、提升设备能效等措施，大幅



6 

降低了能源消耗与温室气体排放。公司全年购买绿电 61,283 兆瓦时，

完成年度碳交易市场碳履约工作，为实现国家的双碳目标贡献力量。

公司积极履行社会责任，持续开展“芯肝宝贝计划”等公益项目，累

计捐款近 5,000 万元，帮助 943 名肝病患儿重获健康；公司员工参与

公益活动时数约 24,630 小时。公司自 2013 年起蝉联香港《镜报》“杰

出企业社会责任奖”， 2024 年入选央视“中国 ESG 上市公司先锋 100”

榜单和“长三角 ESG 上市公司先锋 50”榜单等荣誉。 

2025 年，公司将继续深化 ESG 实践，设定优化目标。公司将持续

加大在绿色技术研发与应用上的投入，推动生产工艺的低碳化转型；

同时，进一步强化企业社会责任的履行，提升企业透明度与公信力。

通过不断探索与实践，公司将为实现经济效益、社会效益与环境效益

的和谐统一贡献力量，携手利益相关方共绘可持续发展的宏伟蓝图。 

 

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈

述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 

 

 

中芯国际集成电路制造有限公司 

董事会 

2025 年 3 月 27 日 
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